Baugruppenfertigung Lunker
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VP7000-200 Vakuum-Inlinesystem bei
Habemus! Electronic + Transfer aus
Miinsterhausen in der Produktion.

Ohne Lunker in die Zukunft

Lunker in Lotstellen mittels Multi-Vakuumloten reduzieren

Lunker in Lotstellen sind der Gegenspieler der modernen Elektronikproduktion. Kosteneinsparmdoglichkeiten
durch die Reduzierung der Anzahl der zu bestiickenden Bauteile pro Baugruppe, aber auch der Trend der Mini-

aturisierung werden durch die Anzahl der Lunker mal3geblich beeinflusst.

ie stetig steigenden Anforderungen an

moderne Leistungselektronik, vor allem im

Automotive-Bereich, sind unbestritten.
Zunehmend ist das Thema ,Voiding” aber auch in
anderen Bereichen und Branchen der Elektronikfer-
tigung zu finden. Seit 1999 beschiftigen sich die
Lotspezialisten bei Asscon mit dem Thema Vakuum
in Dampfphasenlétanlagen.

Hierzu ein einfaches Rechenbeispiel: In der Praxis
ergibt sich beim herkémmlichen Léten ohne Vakuum
eines MOS-FETs mit maximalem Dauerstrom von 10
A (Idealwert) eine Lunkerrate von 30 Prozent. Beim
Vakuumloten reduziert sich die Lunkerrate auf 3 Pro-
zent. Daraus ergibt sich folgendes Leistungsbild:

Standardfertigung (ohne Vakuum):
30 % Lunkerrate

Fertigung mit Vakuum:
3 % Lunkerrate

Realwert maximaler Dauerstrom:
10AXx0,7=7A

Realwert maximaler Dauerstrom:
10AXx097=9,7A

Maximaler Dauerstrom mit
Sicherheitsfaktor 1,5: 7 Ax 1/1,5=4,67 A

Maximaler Dauerstrom mit Sicherheitsfaktor
1,5:97Ax1/1,5=6,47 A
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Ein vakuumgeldteter MOS-FET kann dadurch bis zu
38 Prozent mehr Strom schalten (maximaler Dauer-
strom). Die Folge ist, dass weniger MOS-FETs bei
gleicher Leistungsanforderung notwendig sind.

Loten in mehreren Einzel-Vakuum-Zyklen
Im Multivacuum-Lotprozess wird eine Baugruppe
wihrend eines Létvorgangs mehreren Einzel-Vaku-
um-Zyklen unterzogen. Dabei bietet das Multivacu-
um-Verfahren die Mdglichkeit, Vakuumprozesse
sowohl vor als auch wiahrend des Aufschmelzens der
Lotpaste auszufiihren.

Vakuumprozesse vor Erreichen der Liquidustem-
peratur eignen sich besonders, um beim Fiigen der
Loétpartner entstandene Lufteinschliisse, zum Beispiel
infolge Ausschopfens der Lotpaste beim Rakelvor-
gang, schon vor dem Aufschmelzen der Lotpaste zu
entfernen. Auf diese Weise wird dieses Lunkerpoten-
zial schon vor Beginn des Erwdrmungsprozesses eli-
miniert. Im weiteren Fertigungsprozess verbleiben
damit als Hauptursache fiir gasférmige Lunker in der
Lotstelle im Wesentlichen Ausgasungen aus Bauteilen,
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Rontgenaufnahme von Lunkern, auch Voids ge- MOS-FET Fertigung mit Vakuum: 3% Lunkerrate MOS-FET Standardfertigung (ohne Vakuum):

nannt.

Leiterplatten und Basismaterialien sowie reaktives
Gas, das wahrend des Entfernens der Oxydschichten
durch das Flussmittel freigesetzt wird.

Um diese Lunker aus der noch fliissigen Lotstelle
effektiv zu entfernen, kann durch das Multivacuum-
Verfahren eine Baugruppe in kurzfristiger Abfolge
mehreren unabhéangig steuerbaren Vakuumprozessen
unterzogen werden. Durch mehrfaches, aufeinander-
folgendes Evakuieren werden Lufteinschliisse in der
Lotstelle so bewegt, dass sie in die Randbereiche der
Lotstelle gelangen und von dort selbststandig austre-
ten. Vor allem bei grofiflichigen Lotverbindungen
lassen sich damit signifikant mehr Lufteinschliisse
entfernen als mit lediglich einem einzelnen Vakuum-
schritt.

Der Multivacuum-Prozess ermoglicht insbesonde-
re auch bei Produkten mit tiberdurchschnittlichem
Ausgasungspotenzial (bespielsweise hohe Lagenan-
zahl bei Multilayern, grofie Prozessoren) lunkerfreie
Lotstellen. Gase, die nach dem ersten Vakuumschritt
noch in der Lotstelle vorhanden sind, konnen durch
weitere Vakuumschritte ebenfalls wirkungsvoll aus
der noch fliissigen Lotstelle entfernt werden.

Nach Abschluss des letzten Vakuumschritts muss
die Lotstelle sofort unter Liquidus abgekiihlt werden.
Durch die Anordnung der Vakuumzone aufierhalb
des heifsen Prozessbereichs kann daher bereits mit
dem Beliiften der Vakuumkammer ein effektiver Kiihl-
vorgang gestartet werden. (pg) u
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Multivacuum ist sowohl in den Asscon Batch- als auch
Inline-Anlagen verfligbar, um fiir volle Flexibilitdt zu
sorgen. Die Kombination aus niedrigsten Energieverbrau-
chen, schnellen Taktzeiten und L&ten unter Vakuum sind
der Grundstein fiir die intelligente SMT-Produktion der
Zukunft. Namhafte Unternehmen weltweit nutzen diese
bewdhrte Technologie bereits tiber Jahre hinweg.
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30% Lunkerrate.
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exakt kontrollieren.

Professionell. Prazise. Personlich.

BECKTRONIC betrachtet eine intensive Ausgangsprifung der gefertigten
Schablonen als Grundvoraussetzung, um seinen Kunden bestmdégliche Produkte
zur Verfligung zu stellen. Das Qualititsmanagementsystem wird in der finalen
Bearbeitungsphase durch einen Scan-Check erganzt.

Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden — zahlen auch Sie auf unser techni-
sches Know-how sowie auf Uber 30 Jahre Erfahrung! Lassen Sie sich direkt beraten.

Becktronic GmbH | Tel.: +49 2743 9204-0 | info@becktronic.de www.becktronic.de




